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Beschreibung 

Bauelement, insbesondere Anzeigevorrichtung mit organischen 
Leuchtdioden 

5 

Die Anmeldung betrifft ein Bauelement, insbesondere eine An- 
zeigevorrichtung (Display) mit organischen Leuchtdioden 
(OLEDs) , nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

10 Die Funktionsschicht kann im vorliegenden Zusammenhang eine 
einzelne Schicht oder ein Schichtenverbund sein. ; der in der 
Lage ist, bestimmte elektronische und/oder optoelektronische 
Funktionen zu erfullen. 

15 Die nachfolgende Beschreibung des Standes der Technik sowie 
der Ej^findung erfolgt beispielhaft an Hand eines als OLED- 
Display ausgebildeten Bauelements. Dies ist jedoch nicht in 
dem Sinne zu verstehen, dass sich die Erfindung ausschlieiS- 
lich auf solche Anzeigevorrichtungen bezieht. 

20 

Verglichen mit konventionellen LCDs (liquid crystal displays) 
weisen OLEDs eine Anzahl an Vorteilen auf: Sie haben einen 
geringen Leistungsverbrauch, benotigen wenig Flache, haben 
schnelle Schaltzeiten in einem breiten Temperaturbereich von 
25 -40 ° C bis 80° C sowie einen weiten Betrachtungswinkel . 

Nicht zu vergessen, OLEDs sind selbst -emitt ierend und benoti- 
gen daher keine separate Hinterleuchtung . 

OLEDs besitzen eine organische lichtemitt ierende Schicht, die 
30 zwischen zwei Elektroden angeordnet ist. Wenn an den Elektro- 
den ein hinreichendes elektrisches Potential anliegt, 
emittiert die organische lichtemit tierende Schicht Strahlung 
aufgrund Rekombinat ion von Lochern und Elektronen, die in die 
organische Schicht injiziert werden . Die organische Schicht 
35 und die beiden Elektroden sind typischerweise in Diinnschicht- 
Technologie ausgefuhrt und auf ein beispielsweise aus Glas 
bestehendes Substrat auf gebracht . Die vom Substrat abgewandte 
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Seite desVerbundes aus Elektroden und organischer lichtemit- 
tierender Schicht ist von einer weiteren Glas- oder Metall- 
platte bedeckt, wobei die Befestigung iiblicherweise mittels 
eines Klebers erf olgt . Durch die beidseitige Anordnung eines 
5 Substrates und der weiteren Glas- oder Metallplatte sowie ein 
den Verbund- aus Elektroden und organischer lichtemittierender 
Schicht (im Folgenden OLED -Verbund) umlaufendes Dichtungsmit - 
tel, z.B. in Form eines Kleberings, ist der OLED- Verbund 
weitgehend hermetisch eingekapselt . Dies ist notwendig, weil 
10 das organische Material und die Elektroden meist sehr emp- 

findlich gegenuber Feuchtigkeit und Sauerstof-£ sind.-Fur ei- 
nen zuverlassigen Betrieb ist deshalb eine solche hermetische 
Einkapselung notwendig . 

15 Bei der oben beschriebenen Anordnung sind das Substrat und 

die als Deckschicht dienende Glas- oder Metallplatte unflexi- 
bel . Fur viele Anwendungen ist es jedoch notwendig, dass das 
Bauelement eine gewisse Flexibilitat aufweist. Eine solche 
Flexibilitat hinsichtlich Biegebelastungen kann deshalb not- 

2 0 wendig sein, weil das Bauelement auf einem unebenen, genauer 
gekrummten Untergrund, angeordnet werden soil. Weiterhin ist 
ein solche Flexibilitat gegebenenf alls fur die Handhabung des 
Bauelements vorteilhaft, beispielsweise bei einem biegsamen 
oder aufrollbaren Display. 

V> 2 5 

Urn ein flexibles Bauelement herstellen zu konnen, werden 
statt des Glas-Substrates und der Glas- oder Metallplatte 
beispielsweise ein Kunststoff -Substrat und eine aus Kunst- 
stoff bestehende Deckschicht eingesetzt. Aufgrund der nun 

30 eingesetzten flexiblen Materialien erhohen sich jedoch die 

Anf orderungen an die Verbindungstechnologie zwischen Substrat 
und Deckschicht, um den OLED-Verbund vor hinreichend vor 
Feuchtigkeit und Sauerstoff zu schutzen. Wahrend geklebte, 
steife Anordnungen lediglich auf die Klebeverbindung einwir- 

35 kende Scherkrafte zu absorbieren braucht, mussen bei flexi- 
blen Anordungen Substrat- und Deckschicht auch Zugkraften wi- 
derstehen konnen, die insbesondere im Randbereich der Einkap- 
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selung auftreten und dort das Dichtungsmittel zusatzlich me- 
chanisch belasten. Der Verbund aus Substrat, OLED-Verbund und 
Deckschicht mu£ auch den bei Biegung der Anordnung 
auftretenden Belastungen so weit standhalten, dass eine Dela- 
mination von Substrat, OLED-Verbund und Deckschicht 
weitestgehend vermieden ist . 

Diese Problematik ist an Hand der Darstellung in den Figuren 
la und lb veranschaul icht . 

Figur la zeigt in der Draufsicht ein OLED-Display . . Die Figur 
lb zeigt das Display in einem Querschnitt entlang der in Fi- 
gur la gestrichelt eingezeichneten Linie I -I . 

Auf einem rechteckig ausgebildeten Substrat 2, welches aus 
einem flexiblen Kunststoff besteht, ist ein OLED-Verbund 3 
auf gebracht . Der OLED-Verbund 3 weist beispielsweise ein 
Array aus OLED-Bildpunkten auf. Da der prinzipielle Aufbau 
von OLEDs mit organischer Schicht und Elektroden aus dem 
Stand der Technik bekannt sind, ist an dieser Stelle und in 
den Figuren diesbeziiglich auf eine genaue Darstellung ver- 
zichtet . 

Wie aus Figur la hervorgeht, kann der OLED-Verbund 3 mittels 
Anschlussleitungen 6 von auKen kontaktiert sein. Die An- 
schlussleitungen 6 sind auf einer Oberflache des Substrates 2 
auf gebracht und erstrecken sich von dem OLED-Verbund 3 zu den 
Randern des Substrates 2. Beispielhaft sind die Anschlusslei- 
tungen 6 entlang zweier Seitenkanten des OLED-Verbundes 3 und 
in entsprechender Weise entlang zweier Seitenkanten des Sub- 
strates 2 angeordnet . Fur die nachf olgend beschriebene Pro- 
blematik ist der Verlauf der Anschlussleitungen jedoch von 
keiner Bedeutung. 

Wie aus Figur lb besser zu ersehen ist, ist auf dem OLED- 
Verbund 3 eine Deckschicht 4 angeordnet. Die Deckschicht 
weist gegenuber dem OLED-Verbund 3 eine grofeere Flache auf, 
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so dass entlang aller Seitenkanten des OLED-Verbundes 3 ein 
etwa gleich groSer Rand iibersteht. In diesem Uberlappungsbe- 
reich ist ein Dichtring 5 angeordnet, der den OLED-Verbund 3 
in geringem Abstand umlauf t . Der Dichtring 5 weist keinerlei 
5 Unterbrechungen auf und dient dazu, den OLED-Verbund 3 vor 
auSeren Einflussen, Feuchtigkeit und Sauerstoff zu schiitzen. 
Zu diesem Zweck ist eine innige Verbindung zwischen dem Dich- 
tring 5 und der Deckschicht 4 sowie dem Substrat 2 gegeben. 

10 Der Dichtring 5 besteht beispielsweise aus Kleber, der 

gleichzeit ig die mechanische- -Verbindung zwischen_dem Substrat 
2 und der Deckschicht 4 sicherstellt . Andererseits ist er 
hinsichtlich seiner Materialeigenschaf ten derart gewahlt, 
dass Sauerstoff und Feuchtigkeit nicht in den von ihm um- 

15 schlossenen Bereich eindringen kann. 

Da sowohl das Substrat 2 als auch die Deckschicht 4 aus einem 
flexiblen Kunststoff bestehen, kann das Bauelement Biegebela- 
stungen ausgesetzt werden. Die Zuverlassigkeit des Bauele- 
20 ments ist jedoch nur so lange sichergestellt , so lange keine 
Undichtigkeiten zwischen dem Dichtring 5 und dem Substrat 2 
bzw. der Deckschicht 4 entstehen. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Bauele- 
25 ment der eingangs genannten Art derart weiter zu bilden, dass 
die Funktionsf ahigkeit des selben auch bei haufig auftreten- 
den Biegebelastungen gewahrleistet ist. Insbesondere soil das 
Eindringen von Feuchtigkeit und Sauerstoff in das Innere des 
Dichtringes vermieden werden. 



30 



Diese Aufgabe wird mit einem Bauelement mit den Merkmalen des 
Patentanspruches 1 gelost . 



35 



Vorteilhafte Weiterbildungen des Bauelements ergeben sich aus 
den auf Anspruch 1 zuruckbezogenen abhangigen Anspruchen. 
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Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass besondere 
Schwachpunkte des Bauelementes aus Figur 1 an den vier Eckbe- 
reichen des Substrat-Deckschicht-Verbundes 4 angesiedelt 
sind. Bereits bei vergleichsweise geringer Biegebelastung 
5 schalt sich die Deckschicht 4 von dem Dichtrahmen oder Dich- 
tring 5 ab und die hermetische Verkapselung bricht auf . 

Die Erfindung sieht deshalb ein Verbindungsmi ttel zur mecha- 
nischen Verbindung der Deckschicht und der Substratschicht 
10 vor, das hinsichtlich seiner Adhesiveigenschaf ten sowohl zur 
Deckschicht- a-ls auch ,zu^_.Substratschicht_,hin optimiert ist . 
Die primare oder sogar alleinige Aufgabe des Verbindungsmi t - 
tels besteht somit darin, die mechanische Verbindung und Fi- 
xierung der Substratschicht zur Deckschicht sicher zu stel- 
15 len. So lange durch dieses Verbindungsmittel eine Relativbe- 
wegung zwischen Substratschicht und Deckschicht weitestgehend 
verhindert oder minimiert wird, sind die auf den Dichtrahmen 
oder Dichtring einwirkenden Krafte verringert oder sogar 
vollstandig absorbiert . Die Gefahr einer Relativbewegung, in 
20 deren Folge es insbesondere zu einem Abschalen der Deck- 
schicht oder der Substratschicht gegenuber vom Dichtring kom- 
men kann, kann durch das Verbindungsmittel wirksam verringert 
werden. Die Zuverlassigkeit des Bauelementes ist dadurch 
deutlich verbessert . 



Die erf indungsgemafee technische Lehre ermoglicht es daruber 
hinaus, fur den Dichtrahmen oder Dichtring ein Material aus- 
zuwahlen, welches in erster Linie hinsichtlich der Durchlas- 
sigkeit von Feuchtigkeit und Sauerstoff optimiert ist. Die 
30 Adhesiv-Kraf t des Dichtringes gegenuber der Substratschicht 
bzw. der Deckschicht spielt dagegen bei einem Bauelement ge- 
maS der Erfindung eine untergeordnete Rolle. 

GemaS einer vorteilhaf ten Weiterbildung des Bauelements ist 
35 es ausreichend, wenn das Verbindungsmittel punktuell, insbe- 
sondere - von der Funkt ionsschicht gesehen - auSerhalb des 
die Funktionsschicht umgebenden Dichtrahmens oder Dichtrings, 
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in einem Uberlappungsbereich von Substratschicht und Deck- 
schicht angeordnet ist. Es ist somit nicht zwingend notwen- 
dig / einen die Funkt ionsschicht umlaufenden Ring vorzusehen, 
der hinsichtlich seiner Adhesiv-Eigenschaf ten an die Materia- 
5 len der Deckschicht und der Substratschicht angepasst ist. 

Vorzugsweise ist das Verbindungsmittel in den Eckbereichen 
des Verbundes aus Deckschicht, Funktionsschicht und Sub- 
stratschciht angeordnet. Durch das mechanische Verbinden der 
10 Eckbereiche wird die Stabilitat des gesamten Bauelementes we- 
sentlich- verJbeasert . _. . 

♦* 

Das Merkmal des Eckbereichs ist dabei wie folgt zu intepre- 
tieren: Sind die Substratschicht und die Deckschicht gleich 

15 grofe, d.h. sind diese beiden Elemente im Wesentlichen dek- 

kungsgleich zueinander angeordnet, so meint der Begriff Eck- 
bereich die Ecken sowohl der Substratschicht als auch der 
Deckschicht. Ist die Deckschicht, wie in Figur 1 dargestellt, 
jedoch kleiner als das Substrat, so ist das Verbindungsmittel 

20 im Eckbereich der Deckschicht angeordnet. Fur den Fall, dass 
die Substratschicht kleiner als die Deckschicht ist, sind 
hingegen die Ecken der Substratschicht zu verstehen. 

jpjj^ Vorzugsweise ist das Verbindungsmittel durch eine Klebever- 

1 25 bindung, eine Ultraschall-Schweiss-Verbindung, einen 

Schweisspunkt , eine Lotverbindung , eine Schraubverbindung, 
eine Niete oder eine Klammer oder durch eine Kombination von 
zwei oder mehreren dieser Mittel gebildet. 

30 Alternativ oder zusatzlich zu dem beschriebenen punktuellen 

Verbindungsmitteln kann dieses gemaS einer vorteilhaf ten Wei- 
terbildung einen ersten zwischen der Substratschicht und der 
Deckschicht angeordneten und mit diesen in inniger Verbindung 
stehenden Verstarkungsrahmen oder -ring umfassen, der die 

35 Funktionsschicht umlauf t . Der erste Verstarkungsrahmen oder - 
ring wirkt vorteilhaf terweise einer Ablosung des Dichtrahmens 
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oder -ringes von der Deckschicht bzw. der Substratschicht 
entgegen. 

Insbesondere ist es deshalb vorteilhaft, wenn der erste Ver- 
5 starkungsrahmen oder -ring innerhalb des Dichtrahmens oder - 
rings angeordnet ist. 

Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen, wenn das Ver- 
bindungsmittel einen zweiten zwischen der Substratschicht und 
10 der Deckschicht angeordneten und mit diesen in inniger Ver- 
bindung- st-ehenden Verstarkungsrahmen oder -ring umfasst, der 
die Funktionsschicht ebenfalls umlauf t . Vorzugsweise ist der 
zweite Verstarkungsrahmen oder -ring von der Funktionsschicht 
gesehen auSerhalb des Dichtrahmens oder -rings angeordnet. 

15 

Sowohl der erste als auch der zweite Verstarkungsrahmen oder 
-ring sorgen fur eine mechanisch stabile und f este Verbindung 
zwischen Substratschicht und Deckschicht. Der zwischen dem 
ersten und dem zweiten Verstarkungsrahmen oder -ring angeord- 

2 0 nete Dichtrahmen oder -ring kann hingegen hinsichtlich der 
Durchlassigkeit von Feuchtigkeit und Sauerstoff optimiert 
werden. Der erste und/oder zweite Verstarkungsrahmen oder - 
ring weisen dagegen ein Material auf, das hinsichtlich seiner 
Adhesiv-Eigenschaf ten zur Substratschicht und zur Deckschicht 

25 hin optimiert ist. 

GemaS einer Weiterbildung konnen der erste und/oder zweite 
Verstarkungsrahmen oder -ring Unterbrechungen auf weisen. Ins- 
besondere kann es vorteilhaft sein, wenn der zweite Verstar- 
30 kungsrahmen oder -ring die Bereiche zwischen zwei punktuellen 
Verbindungsmitteln ausfullt. Auf diese Weise kann die Deck- 
schicht in ihrer Flache klein gehalten werden. Ebenso denkbar 
ist, dass der erste Verstarkungsrahmen oder -ring Unterbre- 
chungen aufweist . 



35 



Verschiedene Aus f iihrungsf ormen des erf indungsgemafien Bauele- 
mentes sowie weitere Vorteile, ZweckmaSigkeiten und Wirkungen 
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ergeben sich aus den im folgenden unter Bezugnahme auf die 
Figuren erlauterten Ausf uhrungsbeispiele . Es zeigen: 

Figur la, lb ein nicht zur Erfindung gehoriges und weiter 

5 oben bereits beschriebenes Bauelement in 

Form eines Displays in der Draufsicht und im 
Querschnitt langs der Linie I -I aus Figur 
la, 

10 Figuren 2a, 2b eine schematische Darstellung eines ersten 
.^.^ Ausf uhrungsbelspieles eines erf indungsgema- 

fien Bauelementes in der Draufsicht und im 
Querschnitt langs der Linie II -II aus Figur 
2a 

15 

Figuren 3a, 3b eine schematische Darstellung eines zweiten 

Aus fiihrungsbei spiels eines erf indungsgemafien 
Bauelementes in der Draufsicht und im Quer- 
schnitt langs der Linie III-III aus Figur 3a 
2 0 und 

Figur 4a, 4b eine schematische Darstellung eines dritten 

Ausf iihrungsbeispiels eines erf indungsgemaSen 
Bauelementes in der Draufsicht und im Quer- 
25 schnitt langs der Linie IV- IV aus Figur 4a. 

Gleiche bzw. gleichwirkende Elemente sind in den Ausfuhrungs- 
beispielen und in den Figuren jeweils mit gleichen Bezugszei- 
chen versehen. 



30 



Das Bauelement gema£ den Figuren la, lb wurde einleitend be- 
reits beschrieben, so dass an dieser Stelle auf eine weitere 
Erorterung verzichtet wird. 



35 



Die nachfolgend beschriebenen Ausf uhrungsbeispiele greifen 
auf den in den Figuren la und lb dargestellten Aufbau zuriick 
und weisen daruber hinaus erf indungsgemaBe Verbindungsmittel 
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auf, die eine erhebliche Steigerung der Zuverlassigkeit be- 
wirken. 

Zwischen einer Substratschicht 2 und einer Deckschicht 4, die 
5 beide aus einem flexiblen Material, z.B. einem Kunststof f , 
bestehen, ist eine Funktionsschicht in Form eines OLED- 
Verbundes 3 angeordnet (siehe Figur 2b, die einen Schnitt 
langs der Linie II-II aus Figur 2 a darstellt) . Der OLED- 
Verbund 3 stellt beispielsweise ein LED-Array aus OLEDs dar. 
10 Das Bauelement ist damit als Anzeigeeinrichtung ausgebildet. 
An Stel.le des OLED-Verbundes 3 konnte auch eine Solarzel.le 
oder eine beliebige andere integrierte Schaltung, vorzugswei- 
se auf der Basis organischer Materialien, vorgesehen sein. 

15 Wie aus Figur 2a besser hervorgeht, ist der OLED-Verbund 3 

von einem Dichtring 5 umgeben. Der Dichtring 5 weist eine in- 
nige Verbindung zu der Deckschicht 4 und der Substratschicht 
2 auf, wie in der Figur 2b zu entnehmen ist, urn den einge- 
schlossenen OLED-Verbund 3 hermetisch vor auSeren Einflussen 

2 0 zu schutzen, 

Urn bei auftretenden Biegungen eine Ablosung der Deckschicht 
oder der Substratschicht 2 von dem Dichtring zu vermeiden, 
sind weiterhin in den Eckbereichen der Deckschicht 4 punktu- 
25 elle Verbindungsmi ttel 7 vorgesehen. Die Verbindungsmittel 7 
sind beispielsweise Klebetropf en, die hinsichtlich ihrer Kle- 
beeigenschaf ten an die Materialien des Substrates 2 und der 
Deckschicht 4 angepafit sind. 

3 0 Der Dichtring 5, der zwar auch eine gewisse mechanische Ver- 

bindung zwischen der Substratschicht 2 und der Deckschicht 4 
darstellt kann aufgrund der vorhandenen Verbindungsmittel 7 
hinsichtlich seiner Materialeigenschaf ten an die Durchlassig- 
keit von Sauerstoff und Feuchtigkeit optimiert werden. 



35 



Durch die Verstarkung der Eckbereiche mittels des Verbin- 
dungsmittels 7 ist das Bauelement in seiner Stabilitat we- 
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sentlich verbessert . Eine Testanordnung, bei dem die auSeren 
Ecken der Deckschicht 4 mittels Klebetropfen verstarkt waren, 
iiberstand 100.000 Biege-Zyklen unversehrt , wobei ein Biegera- 
dius von 20mm verwendet wurde . Ein den gleichen Belastungen 
ausgesetztes Bauelement gemaiS Figur 1 war bereits nach deut- 
lich weniger Biege-Zyklen schadhaft. Eine noch hohere Stabi- 
litat wird erzielt, wenn anstatt punktueller Klebepunkte eine 
Verbindung mittels Ultraschall -Schweissen erf olgt . 

Der Vorteil des erf indungsgemaSen Bauelementes besteht insbe- 
sondere darin, dass gegenuber den bekannten Bauelement en Jkei -,. 
nerlei Modifikation notwendig ist. Die unter dem Begriff w low 
permeation-glue" bekannten Dichtringe, die hinsichtlich ihrer 
Materialeigenschaf ten hinsichtlich Feuchtigkeit und Oxidation 
optimiert sind, konnen weiterhin verwendet werden. Diese 
Dichtringe verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und 
Sauerstoff wirkungsvoll , wahrend das Verbindungsmittel gemaS 
der Erfindung die Stabilitat und Zuverlassigkeit des Bauele- 
mentes sicherstellt . 

Die punktuellen Verbindungen 7 gemaS Figur 2 konnen auch 
durch Loten, Klammern, Schrauben, Nieten oder Schweissen her- 
gestellt werden. 

Die Figuren 3a, 3b zeigen eine weitere Fortbildung des erfin- 
dungsgemafeen Bauelementes. Wiederum ist in Figur 3a die 
Draufsicht auf das erf indungsgemalSe Bauelement dargestellt, 
wahrend Figur 3b einen Querschnitt entlang der strich- 
punktierten Linie III-III aus Figur 3a zeigt . 

Experimente haben gezeigt, dass ein weiterer Schwachpunkt der 
innere Rand des Dichtringes 5 sein kann . Dieser Schwachpunkt 
tritt insbesondere dann zu Tage, wenn die punktuellen Verbin- 
dungen 7 verwendet werden. 

Urn ein Ablosen (Delamination) des Dichtringes von der Deckfo- 
lie 4 bzw. der Substratschicht 2 zu verhindern, ist deshalb 
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ein erster Verstarkungsring 8 vorgesehen. Der Verstarkungs- 
ring 8 verlauft vom OlED-Verbund 3 gesehen innerhalb des 
Dichtringes 5 und wird deshalb nachfolgend als innerer Ver- 
starkungsring bezeichnet. Wie der Dichtring 5, umlauft auch 
5 er den OLED-Verbund 3 . 

Der innere Verstarkungsring 8 kann, wie in Figur 3a darge- 
stellt, ohne Unterbrechung ausgebildet sein. Es ist j edoch 
auch denkbar Unterbrechungen vorzusehen. 

10 

Der innere Verstarkungsring 8 ist hinsichtlich r ,seijaer^Adhe- 
siv-Eigenschaf ten zu der Deckschicht 4 und der Substrat- 
schicht 2 optimiert. Besondere Anf orderungen bezuglich der 
Durchlassigkeit von Feuchtigkeit oder Sauerstoff sind nicht 
15 zu beachten. Diese Aufgabe ubernimmt der Dichtring 5. 

Das dritte Ausf iihrungsbeispiel gemaS den Figuren 4a, 4b ist 
um einen zweiten Verstarkungsring 9 erganzt . Der zweite Ver- 
starkungsring 9 wird auch als auSerer Verstarkungsring be- 
2 0 zeichnet, da er vom OLED-Verbund 3 aus gesehen aufierhalb des 
Dichtringes 5 angeordnet ist . 

Um die Flache der Deckschicht 4 moglichst gering ausfuhren zu 
konnen, ist der auSere Verstarkungsring 9 in Abschnitte auf- 

25 geteilt, die sich jeweils zwischen zwei punktuellen Verbin- 
dungen 7 erstrecken. Zwischen einer punktuellen Verbindung 7 
und einem Abschnitt des auSeren Verstarkungsringes 9 sind so- 
mit Unterbrechungen 10 vorgesehen. Wie der rechts angeordnete 
Abschnitt des auSeren Verstarkungsringes 9 in Figur 4a zeigt, 

30 kann auch der Abschnitt seinerseits Unterbrechungen 10 auf- 
weisen. Die Unterbrechungen konnen dabei im Gegensatz zur 
Darstellung, in jedem der vier Abschnitte vorgesehen sein. 

Die gemafe den Figuren 2 bis 4 dargestellten Auf uhrungsbei - 
35 spiele konnen beispielsweise ein Matrix-Display darstellen. 
Ein Matrix-Display, welches auf der Basis von licht- 
emittierenden Polymeren arbeitet, wird auf einem flexiblen 
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Kunststof f substrat in bekannter Weise angeordnet . Anschlie- 
Send wird eine aus Kunststoff bestehende Deckschicht auf die 
Anordnung geklebt, wobei ein Kleber mit einer geringen Durch- 
lassigkeit fur Feuchtigkeit und Sauerstoff die licht- 
emittierenden Polymere umgibt . AnschlieSend werden in den 
Eckbereichen der Deckschicht punktuelle Verbindungen mittels 
Ultraschall-Schweissen hergestellt. Hierdurch ist ein mecha- 
nisch stabiles Bauelement, das gegen Umgebungseinf lusse gut 
geschiitzt ist, realisiert, welches gleichzeitig eine hohe 
Biegef ahigkeit auf weist . 

Weiterhin konnte das Bauelement bei der Erfindung eine flexi- 
ble Lichtquelle darstellen, welche, wie oben beschrieben her- 
gestellt wird. 

Auch kann im Rahmen der Erfindung die Funkt ionsschicht als 
Solarzelle aus konjugierten Polymeren ausgebildet sein. Dar- 
iiber hinaus sind viele weitere Anwendungen vorstellbar, ins- 
besondere organische Detektoren sowie integrierte Schaltungen 
auf der Basis von Polymeren. 

Die Erlauterung der Erfindung anhand eines eines OLED- 
Display-Bauelements ist nicht in dem Sinne zu verstehen, dass 
sich die Erfindung ausschlieSlich auf solche Anzeigevorrich- 
tungen bezieht. Die Erfindung ist vielmehr unter anderem auch 
fur insbesondere auf Polymeren basierende integrierte Schal- 
tungen, Solarzellen, Sensoren und Detektoren anwendbar. 
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Patent anspruche 

1. Planares elektronisches Bauelement (1) mit einer eine op- 
toelektronische Anordnung oder eine Schaltungsanordnung auf- 
weisende Funktionsschicht (3), die zwischen einer Substrat- 
schicht (2) und einer Deckschicht (4) angeordnet ist, wobei 
ein ebenfalls zwischen der Substratschicht (2) und der Deck- 
schicht (4) angeordneter und mit diesen in stof f schlussiger 
Verbindung stehender Dichtrahmen oder Dichtring (5) die Fun- 
tionsschicht (3) umschlieSt, der die Funktionsschicht (3) 
weitestgehend vor scha-dlichen- ausseren Einflussen., insbeson- 
dere vor Feuchtigkeit und Sauerstoff, schutzt, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
zusatzlich zum Dichtring (5) zwischen der Substratschicht (2) 
und der Deckschicht (4) ein hinsichtlich seiner Adhesiveigen- 
schaften an die Materialien der Deckschicht (4) und des Sub- 
strats (2) angepasstes mechanisches Verbindungsmittel (7,8,9) 
vorgesehen ist, das die Substratschicht (2) und die Deck- 
schicht (4) mechanisch stabil zueinander fixiert und die Ge- 
fahr eines teilweisen oder vollstandigen Ablosens der Sub- 
stratschicht (2) und der Deckschicht (4) voneinander bei Ver- 
formung des elektronischen Bauelements, insbesondere durch 
thermische Ausdehnung und/oder mechanische Belastung, redu- 
ziert . 

2. Bauelement nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
das Verbindungsmittel (7,8,9) gesehen von der Funktions- 
schicht (3) aufeerhalb des Dichtrahmens oder Dichtrings (5) 
angeordnet ist. 

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Verbindungsmittel (7,8,9) punktuell in einem Uberlap- 
pungsbereich von Substratschicht (2) und Deckschicht (4) an- 
geordnet ist . 
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4. Bauelement nach einem der vorangehenden Anspriiche 1 oder 
2, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die Substratschicht (2) und Deckschicht (4) in Draufsicht die 
Form eines Vielecks, insbesondere eines Rechtecks oder eines 
Quadrats, aufweist und das Verbindungsmittel (7) punktuell an 
den Ecken des Substratschicht (2 ) /Deckschicht (4 ) -Verbundes 
Verbindungselemente zwischen der Deckschicht (4) und der 
Substratschicht (2) umf afit . 

5. Bauelement- nach einem. -der. vprangehendsn Anspriiche, . 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Verbindungsmittel (7,8,9) gesehen von der Funktions- 
schicht (3) aufterhalb des Dichtrahmens oder Dichtrings (5) 
angeordnet ist . 



6. Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Verbindungsmittel (7) mindestens eine Klebeverbindung, 
eine Ultraschall-Schweite-Verbindung , einen SchweiSpunkt , eine 
Lotverbindung, eine Schraubverbindung, eine Niete und/oder 
eine Klammer aufweist. 

7. Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Verbindungsmittel (7,8,9) einen zwischen der Substrat- 
schicht (2) und der Deckschicht (4) angeordneten 
Verstarkungsrahmen oder ring (8) umfasst, der zwischen der 
Funktionsschicht (3) und dem Dichtrahmen oder Dichtring (5) 
angeordnet ist. 

8. Bauelement (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Verbindungsmittel (7,8,9) zwischen der Substratschicht 
(2) und der Deckschicht (4) angeordnete Verstarkungsstreif en 
(8) oder -punkte umfasst, die gesehen von der Funktions- 
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schicht (3) ausserhalb des Dichtrahmens oder Dichtrings (5) 
angeordnet sind. . 

9. Bauelement (1) nach einem der Anspruche 6 bis 10, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass 

der Verstarkungsrahmen oder -ing (8) und/oder die Verstar- 
kungsstreif en (9) Unterbrechungen (10) aufweisen. 

10. Bauelement (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
10 dadurch gekennzeichnet, dass 

die-Funktion&BQ-hicht- eine. organlsche lichtemitt ierende 
Schicht ist . 



15 




P2003 , 0195 DE Nl 



16 

Zusammenf assung 

Bauelement, insbesondere Anzeigevorrichtung mit organischen 
Leuchtdioden 

5 

Die Erfindung betrifft ein planares elektronisches Bauelement 
(1) mit einer eine optoelektronische Anordnung oder eine 
Schaltungsanordnung aufweisende Funkt ionsschicht (3), die 
zwischen einer Substratschicht (2) und einer Deckschicht (4) 
10 angeordnet ist, wobei ein ebenfalls zwischen der Substrat- 

' , .sch."LcbJL_^^C2)., .und der Deckschicht (4) angeordneter und mit die-. 

sen in stof f schliissiger Verbindung stehender Dichtrahmen oder 
Dichtring (5) die Funt ionsschicht (3) umschlieiSt, der die 
Funktionsschicht (3) weitestgehend vor schadlichen ausseren 
15 Einfliissen, insbesondere vor Feuchtigkeit und Sauerstoff , 
schutzt. Erf indungsgemaS ist zusatzlich zum Dichtring (5) 
zwischen der Substratschicht (2) und der Deckschicht (4) ein 
hinsichtlich seiner Adhesiveigenschaf ten an die Materialien 
der Deckschicht (4) und des Substrats (2) angepasstes mecha- 
20 nisches Verbindungsmittel (7,8,9) vorgesehen ist, das die 

Substratschicht (2) und die Deckschicht (4) mechanisch stabil 
zueinander fixiert und die Gefahr eines teilweisen oder voll- 
standigen Ablosens der Substratschicht (2) und der Deck- 
schicht (4) voneinander bei Verformung des elektronischen 
2 5 Bauelements, insbesondere durch thermische Ausdehnung 
und/oder mechanische Belastung, reduziert . 



m 



Figur 4a. 
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FIG. 2b 
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FIG. 3b 
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